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1 Furopisches Nanoelectronics Forum 2011:
,Europa muss seine Wettbewerbsfahigkeit steigern”

Und téglich griiBt das Murmeltier - unter diesem Motto hitte
das européaische Nanoelectronics Forum 2011 in Dublin stehen
konnen. Wie jedes Jahr gab es zahlreiche Appelle an die Poli-
tik, Europa im Wettbewerb gegen die Subventions-Politik in
Asien zu stirken. Daneben wurden aber auch zahlreiche ge-
forderte Projekte der Halbleiterindustrie prasentiert.

Europa muss seine Attraktivitat als
Standort verbessern und seine globa-
len Wettbewerbsbedingungen verbes-
sern — mit diesen Worten begann Enri-
co Villa (Bild 1), Chef des europdi-
schen Forderprogramms CATRENE,
seine Keynote auf dem European Na-
noelectronics Forum 2011 in Dublin.
Dabei scheint es gar nicht so schlecht
um die Forderung der europdischen
Chip-Industrie zu stehen: Im CATRE-
NE-Programm werden von 2009 bis
2015 insgesamt 34 Projekte im Ge-
samtumfang von 7.940 Personenjahren
geférdert, an denen 341 Partner aus
20 Landern beteiligt sind. Auf Frank-
reich, Deutschland und die Niederlan-
de, den Standorten der groen Chip-
Hersteller ST Microelectronics, Infi-
neon und NXP, entfallen dabei mehr
als 6.500 Personenjahre. Acht Prozent
des Gesamtumfangs entfallen auf Uni-
versititen und dreizehn Prozent auf
kleine und mittlere Unternehmen.

Im Vergleich zum Vorgéngerpro-

| Bild 1. Enrico Villa, Chairman von CATRENE,
fordert bessere Wettbewerbshedingungen
fiir Europa.

Wie schon die Vereinigung der Ferti-
gungs-Tool-Hersteller SEMI im Frith-
jahr in Briissel gefordert hatte, be-
zeichnete auch Villa den Erhalt der
Fertigung in Europa als ein Muss, um

| Bild 2. Abge- gramm MEDEA#, in dem 2002 und weiterhin Innovationen liefern zu kn-
arbeitete Per- 2003 jeweils mehr als 3.000 Personen-  nen. Konkret forderte Villa, dass die
sonenjahrein  jahre abgearbeitet wurden, ist das Vo- EU in Zeiten, in denen Méarkte und
den europi- lumen von CATRENE cher gering  Industrie L Richtung Osten abwan-
ischen Forder-  (Bild 2). Bemerkenswert ist auch, dass  dern®, ,,ihren Weg, wie F&E und Fer-
programmen  von den 34 Projekten allein vierzehn  tigung gefordert werden, liberdenken
MEDEA+ (aus-  mit der Chip-Fertigung zu tun haben,  muss, um wettbewerbsfahig zu blei-
laufend)und  die allerdings in Europa kontinuierlich ben® — eine diplomatisch verklausu-
CATRENE.  auf dem Riickzug ist. lierte Forderung nach Subventionen.
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Da man erkannt hat, dass die beste
Forschung nichts niitzt, wenn daraus
keine vermarktbaren Produkte entste-
hen, wird ab 2012 der sogenannte
,,CATRENE Exploitation Award" ein-
gefiihrt, mit dem entsprechende Er-
gebnisse von Forderprojekten gewir-
digt werden sollen.

Zu den herausragenden Projekte ge-
hort DECISIF unter der Leitung von
STMicroelectronics und Beteiligung
von Globalfoundries. Hier ging es um
die Entwicklung eines ,,Fully Depleted
SOI“-Prozesses fiir die 28-nm-Ferti-
gung (und darunter), der mit Intels
FinFET-Transistortechnik konkurrie-
ren kann. Im Gegensatz zu dem heute
bei Globalfoundries eingesetzten SOI-
Prozess wurde hier die Silizium-
Schicht von 50 bis 70 nm auf 5 bis
7 nm verdiinnt, zudem bleibt der La-
dungstrigerkanal undotiert. Bei einem
45-nm-Test-Chip kam man so auf eine
um 22 Prozent geringere Leistungs-
aufnahme bei gleicher Taktfrequenz,
alternativ auf eine 15 Prozent hohere
Taktfrequenz.

In dem Projekt EXEPT unter Leitung
des niederlandischen ,,Fab Tool“-Her-
stellers ASML ging es um EUYV, ein
Thema, zu dem Branchenfiihrer Intel
kiirzlich erklirt hatte, bis zum 15-nm-
Node darauf verzichten zu wollen oder
zu miissen. Der Grund: neben den ho-
hen Kosten u.a. ein zu geringer Wafer-
Durchsatz der derzeitigen Systeme
(60 Wafer/h beim NXE 3100). Fiir das
Nachfolgemodell NXE 3300, das auf
125 Wafer/h kommt, liegen laut ASML
bereits zehn feste Bestellungen aus der
Chip-Industrie vor. Der grofe Vorteil
bei der EUV gegeniiber anderen Ver-
fahren, wie dem heutige gebrauchli-
chen Double Patterning bei der Im-
mersions-Lithografie, ist eine erheb-
liche Reduktion der Prozessschritte: Je
mehr Schritte notwendig sind, desto
geringer ist in der Regel die Ausbeute.
Der Optik-Hersteller Schott hat im
Rahmen des Projektes einen Spiegel
entwickelt, dessen Glas bei einem
Durchmesser von 0,5 m eine maxima-
le Abweichung von 0,5 nm hat. Wenn
man dies auf einen Geléndebereich mit
175 km Durchmesser iibertrigt, wiirde
dies bedeuten, dass ein Hiigel maxi-
mal 0,02 mm hoch wire.
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E3Car erhdlt den
Innovation Award 2011

Das Forschungsprojekt E3Car — Ener-
gy Efficient Electrical Car — hat den
Innovation Award 2011 erhalten, den
ENIAC JU in diesem Jahr zum ersten
Mal vergab. An dem groften européi-
schen Forschungsprojekt, das unter
der Projektleitung von Infineon 2009
gestartet war, sind iiber 30 Partner aus
Industrie und Forschung beteiligt. Das
Gesamtbudget belief sich auf

Fiir die Chip-Industrie als bedrohlich
kennzeichnete McClean die derzeitige
Unsicherheit an den Mérkten: Lieber
schlechte Nachrichten als Unsicher-
heit, so lautete seine These, weil Ver-
unsicherung den Konsum blockiere.
Hoffnung fiir 2012 mache jedoch die
Présidentschaftswahl in den USA,
weil das Wachstum in Wahljahren tra-
ditionell stets hoher war als in Nicht-
Wahljahren. Auch fiir die Chip-Ferti-
ger hatte er gute Nachrichten: Durch
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den Riickgang bei den Herstellern
werden diese seiner Meinung nach zu-
kiinftig hohere Preise durchsetzen
konnen. So wird es maximal noch
zwolf Firmen geben, die auf 450-mm-
Wafern fertigen. Das Gute aus Sicht
der Hersteller ist, dass die meisten von
ihnen nicht in direkter Konkurrenz
hinsichtlich der produzierten Chips
zueinander stehen werden: So fertigt
Intel Prozessoren, wéhrend Samsung
Speicher herstellt. fr

44 Mio. Euro, wovon die Hilfte
auf die Partner entfiel. Dr. An-
dreas Wild, Executive Director
beim ENIAC Joint Undertaking
(JU), begriindet die Preisvergabe
damit, dass das Projekt zu Ener-
gieeinsparungen von 35 Prozent,
geringeren Kosten und einer ho-
heren Zuverléssigkeit fithrte. Laut
Wild sollen erste Produkte bereits
im néchsten Jahr in Anwendun-
gen zu finden sein.

Dariiber hinaus habe E3Car eine
Vorbildfunktion iibernommen:
Aus E3Car ist ein Cluster von sie-
ben Elektromobilitétsprojekten
entstanden, die alle die in E3Car
entwickelten fundamentalen Ar-
chitekturen und Topologien nut-
zen. Bei einem R&D-Budget von
180 Mio. Euro und mehr als
100 Teilnehmern aus der gesam-
ten Wertschopfungskette geht
Wild davon aus, dass Produktpro-
totypen zu realisieren sind, die
Europa dem Ziel néher bringen,
eine fithrende Rolle in der Elek-
tromobilitdt zu {ibernehmen.
Zum Abschluss gab Bill Mc-
Clean, Chef der Marktforschungs-
firma IC Insights, wie schon 2009
einen Ausblick auf den Chip-
Markt. Zunéchst stellte McClean
fest, dass China mittlerweile bei
den verkauften PCs, Autos, Han-
dys und Fernsehern die Nr. 1 ist
und Japan als zweitgroBte Volks-
wirtschaft der Welt hinter den
USA tiberholt hat. Durch die Ein-
Kind-Politik drohe China aber
eine Uberalterung; IC Insights
nimmt daher an, dass China in
fiinf bis zehn Jahren von Indien
tiberholt werden wird. Gleichwohl
liegen die Wachstumsraten von
China und anderen so genannten
»Emerging Markets“ weit iiber
denen der westlichen Linder.
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